
2022 年 4 月 21 日 

テクノホライゾン株式会社 

展示会出展のご案内 

 

鉄道技術展・大阪 Mass-Trans Innovation Japan Osaka 2022 出展のお知らせ 

 

弊社は、2022 年 5 月 25 日（水）~27 日（金）にインテックス大阪で開催される『鉄道技術展・大阪 Mass-Trans 

Innovation Japan Osaka 2022』に出展することをお知らせいたします。ご来場の際は、ぜひテクノホライゾン

株式会社 エルモカンパニーブースにお立ち寄りください。 

 

 

 

 

 

 

【ブースの見どころ】 

弊社ブースでは、企業の課題に対応可能な「今すぐできる DX 化」をテーマとし、会議や製造現場の業務効率化

を促進する「デジタルホワイトボード」をご紹介いたします。  

さらに、人手不足やコロナ禍の建築/土木業界での作業効率化を図る「遠隔臨場」に対応したウェアラブルカメラ

ソリューションもご紹介いたします。  

感染症対策を万全に整え、皆様のご来場をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。 

【主な出展商品】 

〇コミュニケーション DX 化を促進する「ELMO Board」 

〇遠隔作業支援 DX「遠隔臨場」「ウエアラブルカメラシステム」 

【ブース位置】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小間位置：4 号館 

4H-28 



【展示会概要】 

展 示 会 名 鉄道技術展・大阪 Mass-Trans Innovation Japan Osaka 2022 

会     期 2022 年 5 月 25 日（水）~27 日（金） 10:00～17:00 

会     場 インテックス大阪 4・5 号館 

 ※ 交通アクセスは HP をご覧ください。  

https://www.intex-osaka.com/jp/access/ 

ブ ー ス No. 4H-28 

主     催 産経新聞社 

お問合せ先 担当：テクノホライゾン株式会社 エルモカンパニー EBISS 営業推進部 米元 

e-mail： elmo.ebiss.info@th-grp.jp 

 

※ご入場には来場事前登録が必要です。 

下記のホームページより、来場事前登録の手続きをお願いいたします。 

https://www.expo-form.jp/mtij2022o/entry.php 

 

以上 

mailto:elmo.ebiss.info@th-grp.jp

